Elektronik-Grundlagen

Von der Schaltung
zur Leiterplatte

Teil 6

Ein Verfahren zur einfachen, manuellen
Durchkontaktierung von einzelnen
Leiterplatten stellen wir in diesem Artikel vor.
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Allgemeines

Die Miniaturisierung von elektronischen
Bauelementen schreitet immer weiter fort.
Heute werden fast alle gidngigen ICs wie
Mikroprozessoren, Controller, TTL- und
CMOS-Bauelemente und auch viele ana-
loge Bauelemente neben der tiblichen Bau-
form zusitzlich in SMD-Ausfiihrung an-
geboten.

Die Breite der Anschlufpins von hoch-
integrierten SMD-Komponenten liegt heute
teilweise schon unter 0,3 mm (!). Der Ab-
stand zwischen den einzelnen Anschluf3-
pins weist in etwa die gleiche Grofenord-
nung auf. Bei 10 mm x 10 mm Abmessun-
gen eines IC-Kunststoffgehiduses gehoren
44 AnschluBpins heute schon zum Stan-
dad.

Zwangsldufig wird die Packungsdichte
auf den Leiterplatten immer hoher, die

Breite der Leiterbahnen nimmt ab, und die
Anzahl der erforderlichen Verbindungen
nimmt zu. Wird eine hohe Packungsdichte
angestrebt, so muf} auch entsprechend viel
Raum fiir die Verbindung der einzelnen
Komponenten untereinander vorhanden
sein. Diesen scheinbaren Widerspruch be-
gegnet man im professionellen Bereich
durch den Einsatz von Multilayer-Leiter-
platten. Aber auch im anspruchsvollen
Hobby-Bereich ist die diese Problematik
von Bedeutung.

Welcher Elektroniker, der sich mit der
Eigenherstellung von Leiterplatten beschéif-
tigt, ist noch nicht an die Grenzen der mit
einer einseitigen Leiterbahnfiihrung reali-
sierbaren Schaltung gelangt? Selbst beim
Einsatz von nur konventionellen passiven
Bauelementen und ICs im DIP-Gehiuse ist
die einseitige Leiterbahnfiihrung oft nicht
mehr ausreichend. Insbesondere bei Digi-
talschaltungen sind dann hiufig viele Draht-
briicken erforderlich, wodurch der ohne-
hin schon zu geringe Raum fiir die Leiter-
bahnfiihrung noch weiter eingeengt wird.

Bei Serienfertigungen ist weiterhin zu
beachten, daf jede einzusetzende Draht-
briicke mit zusétzlichen Kosten verbunden
ist. Vielfach wird der Einsatz einer doppel-
seitigen Leiterplatte allein aus diesen rein
wirtschaftlichen Griinden bevorzugt.

Um die Vorteile der doppelseitigen Lei-
terbahnfiihrung voll nutzen zu konnen, mufy
die Moglichkeit der Durchkontaktierung
in Form von elektrischen Verbindungen
zwischen Leiterbahnen auf der Bestiik-
kungs- und auf der Lotseite bestehen.

Bei der industriellen Fertigung von dop-
pelseitigen Leiterplatten werden diese
Durchkontaktierungen durch spezielle che-
mische und elektrochemische Verfahren
hergestellt. Das Verfahren ist recht auf-
wendig und kostenintensiv, weshalb sich
der Marktim Bereich der durchkontaktier-
ten Leiterplatten und der Multilayer auf
eine rechtiiberschaubare Anzahl meist gro-
Berer Hersteller konzentriert.

Fiir den Hobby-Elektroniker, der fiir sei-
ne Einzel-Entwicklungen einmal eine dop-
pelseitige Leiterplatte benotigt, istder Weg
tiber diese Anbieter aufgrund der hohen
»Anlaufkosten” nur in Ausnahmefillen
gangbar.

Eine Losung fiir dieses Problem bietet
das hier vorgestellte manuelle Verfahren
zur Durchkontaktierung. Aufgrund der nur
geringen Kosten, insbesondere auch der
niedrigen Einstandskosten, ist das Verfah-
ren besonders fiir den privaten Bereich,
jedoch auch fiir den gewerblichen Einsatz,
geeignet, wenn es um die Herstellung von
Einzelstiicken geht.

Nach diesen allgemeinen Vorbetrach-
tungen wollen wir uns nun dem Verfahren
der manuellen Durchkontaktierung im
Detail widmen.
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Manuelle Durchkontaktierung

Zunichst wird die doppelseitige Leiter-
platte nach der bekannten und in den vor-
angegangenen Artikeln hinreichend be-
schriebenen Methodik hergestellt, mitdem
einzigen Unterschied, daf3 nun auf beiden
Seiten der Platine Leiterbahnen vorhanden
sind. Die eigentliche Verbindung der Lei-
terbahnen, d. h. die Durchkontaktierung
erfolgt iiber spezielle kleine Metallrohr-
chen, auch Durchkontaktierungen genannt,
die an den entsprechenden Stellen in eine
zuvor eingebrachte Bohrung der Leiter-
platte eingeprefit werden.

einer Platine kann hierdurch auf einfache
und preiswerte Weise erfolgen, bevor die
Leiterplatte in Serie geht und industriell
gefertigt wird.

Entsprechend den Anschluf3pins der ver-
wendeten Bauelemente wird entweder die
Durchkontaktierung A (I mm-Bohrung
erforderlich) oder Durchkontaktierung B
(1,3 mm-Bohrung erforderlich) eingesetzt.

Abbildung 1 zeigt die genauen Abmes-
sungen der Durchkontaktierungen. Mit ei-
ner Linge von 3,8 mm sind sie genau fiir
das Standard-Leiterplattenmaterial mit ei-
ner Materialstirke von 1,5 mm ausgelegt.

Nachdem die Leiterplatte entsprechend
gebohrt ist, werden die Durchkontaktie-
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Bild 1: MaBskizzen der Durchkontaktierungshiilsen

Es stehen 2 verschiedene Gréfien von
Durchkontaktierungsrohren zur Verfi-
gung, die sich lediglich im Durchmesser
unterscheiden. Durchkontaktierung A weist
einen AufBendurchmesser von 1,0 mm auf,
withrend Durchkontaktierung B 1,2 mm
mift.

Da es sich um kleine Rohrchen handelt,
kann die Durchkontaktierung auch gleich-
zeitig die Anschlufipins von den verwen-
deten Bauelementen aufnehmen, wie dies
auch bei industriell durchkontaktierten
Leiterplatten tiblich ist.

Ein Layout, das urspriinglich fiir eine
professionelle Durchkontaktierung vorge-
sehen ist, kann prinzipiell auch mit der hier
vorgestellten Methode durchkontaktiert
werden. Die Priifung der Funktionalitit

rungen mit Hilfe eines speziellen Hand-
Einsetzwerkzeuges (Abbildung 2) in die
Bohrungen der Platine eingebracht. Hier-
bei ist es wichtig, daf} die Durchkontaktie-
rung auf beiden Seiten der Platine nahezu
den gleichen Uberstand aufweist.

Die Vorgehensweise sieht hierbei wie
folgt aus:

Zuerst wird die Durchkontaktierung auf
die Spitze des Hand-Einsetzwerkzeuges
aufgesteckt und dann in die vorgesehene
Bohrungder Leiterplatte eingeprefit. Durch
die in der Mitte der Durchkontaktierung
vorhandene Rillung wird ein sicherer Halt
in der Leiterplatte gewihrleistet.

Nachdem sédmtliche Durchkontaktierun-
gen in die Leiterplatte eingebracht sind,
werden sie zundchst nur auf der Bestiik-

Bild 2: Ansicht
des Hand-
Einsetzwerkzeuges
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Bild 3: Schnitt durch eine Leiterplatte
mit eingesetzter Durchkontaktierung

kungsseite mit den Leiterbahnen wie in
Abbildung 3 dargestellt verlotet. Hierbei
ist darauf zu achten, daff das Innere der
Durchkontaktierung nicht mit Lotzinn ver-
schlossen wird. Wird zum Loten eine feine
Lotspitze sowie diinnes Elektronik-Lot-
zinn verwendet, so ist dies problemlos
moglich.

Einschnelles und sicheres Verloten wird
nichtzuletzt auch durch das Material (Mes-
sing, verzinnt), aus dem die Durchkontak-
tierungen gefertig sind, gewihrleistet.

Die Spitze des Lotkolbens ist dabei von
aufien an die Durchkontaktierungshiilse zu
fiithren, wobei gleichzeitig auch der Rand
des Lotauges mit erhitzt wird. Unter Zuga-
be von einer ganz kleinen Menge Lotzinn
(am besten Lotdraht mit einem Durchmes-
ser von 0,5 mm) wird dann die Lotung
ausgefiihrt.

Nachdem die Leiterplatte anschlieBend
in gewohnter Weise bestiickt wurde, er-
folgt das Anléten der Bauelemente auf der
Platinenunterseite mitsamt der Durchkon-
taktierungen. Durch die Kapillarwirkung
innerhalb der Durchkontaktierung werden
dabei vorhandene Anschlufpins vollstin-
dig mit Lotzinn umschlossen und auch die
Durchkontaktierungen selbst erhalten ihre
elektrische Verbindung zu den Létaugen
auf der Leiterbahnseite der Platine. Dient
die Durchkontaktierung nicht gleichzeitig
als AnschluBpunkt fiir ein Bauelement, so
istlediglichein Verloten mitden Lotaugen
auf der Platinenunterseite erforderlich,
wobei in diesem Fall dann ein ,,Vollaufen™
des Durchkontaktierungsrohrchens eine
Rolle spielt.

Mitdem vorstehend beschriebenen recht
einfachen Verfahren lassen sich auf preis-
werte Weise Durchkontaktierungen bei
einzelnen Leiterplatten herstellen. Werden

jedoch héufiger durchkontaktierte Plati-

nen benotigt, ist der manuelle Aufwand
dafiir recht hoch. Im folgenden Teil dieser
Artikelserie stellen wir Thnen daher ein
weiteres Durchkontaktierungsverfahren
vor, das auf elektrochemischer Basis ar-
beitet, und das speziell fiir die Anfertigung
von Einzelstiicken oder kleinen Serien ge-
eignet ist.
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